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概要（Summary ）：

微細加工や表面加工技術、特に、半導体や樹脂表面

への SAM 膜などを用いた製膜・修飾・組成変性につ

いて検討している。

当初、通常のフォトリソグラフィを用いることを考

えていたが、相談の結果、樹脂を使うということで、

ナノインプリント装置（EVG 社製 520）が使えるこ

とが分かった。今後、この技術を用い、密着性、加工

特性評価などにより、樹脂、シリコンでの最適な材料

探査・プロセス条件探査などを検討する。
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